
製品説明

 
 
• CPU、IC、BGAの取り外し、およびCPUのための特別なBlack Glue Cleaner 
• ブレードはステンレス製
•
10個の複数の超薄型ブレード（0.7mm）、気まぐれな、それは最後にチップとiphoneの回路基板の間で容易にすることができます、ポイン
トを引き出すことは容易ではないです。










